Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZP/DK-18/16
Zadanie 1. 
Rozbudowa klastra obliczeniowego dla Instytutu Fizyki. 
Zadanie 2. 

Rozbudowa serwera obliczeniowego dla Instytutu Fizyki.   
Zadanie 3. 

Laptop dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Zadanie 4. 

Komputer z monitorem dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Zadanie 5. 

Laptop dla Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali.

Zadanie 6. 

Laptop dla Wydziału Zarządzania.

Zadanie 7.
Laptop 11,6” dla Wydziału Budownictwa.

Zadanie 8. 

Komputer stacjonarny z monitorem dla Wydziału Budownictwa. 
Zadanie 9. 
Drukarki laserowe (2 szt.) dla Wydziału Budownictwa.
Zadanie 10. 

Dysk zewnętrzny 2 TB (2 szt.) dla Wydziału Budownictwa.

Zadanie 1. Rozbudowa klastra obliczeniowego dla Instytutu Fizyki.
Specyfikacja elementów służących do rozbudowy klastra obliczeniowego PCz/S/001110 (2-203/491-492-0):
Jeżeli Zamawiający w specyfikacji rozbudowy klastra obliczeniowego wskazał, poprzez uszczegółowienie opisu, na konkretne modele lub producentów, to jest to uzasadnione koniecznością zachowania kompatybilności z istniejącym już sprzętem i oprogramowaniem do obliczeń równoległych. 
Zamówienie obejmuje 4 jednostki: 

trzy identyczne jednostki obliczeniowe o specyfikacji przedstawionej w punkcie A

oraz 

jedną jednostkę o specyfikacji przedstawionej w punkcie B

A. PARAMETRY DLA 3 IDENTYCZNYCH JEDNOSTEK

Procesor (tzw. wersja BOX):

Procesor wykonany w technologii 64-bit przeznaczony dla komputerów typu desktop.

Liczba rdzeni: 6.

Maksymalna ilość jednocześnie obsługiwanych wątków: 12.

Bazowa częstotliwość taktowania: 3.6 GHz.

Maksymalna częstotliwość taktowania (TURBO): 4 GHz.

Mnożnik procesora (Bus/Core Ratio): 34x.

Odblokowany mnożnik procesora.

Pojemność pamięci cache [L3]: 15 MB.

Ilość obsługiwanej pamięci RAM: min. 64 GB.

Zintegrowany kontroler pamięci czterokanałowy.

Przepustowość pamięci min: 59,7 GB/s

Obsługa pamięci z korekcją błędów ECC: nie

Wersja PCI Express: 3.0

Liczba linii PCI Express: 40

Thermal design power: 130 W.

Technologia producji CMOS: 22 nm.

Przepustowość interfejsu DMI: 5 GT/s.

Zintegrowany układ graficzny: brak

Chłodzenie Procesora:

Zastosowanie: Socket FM1, Socket AM3+, Socket AM3, Socket AM2+, Socket AM2, Socket 940, Socket 939, Socket 754, Socket 2011, Socket 1366, Socket 1156, Socket 1155

Max. prędkość obrotowa:  2500 obr./min..

Max. głośność: 22.5 dB

Max przepływ powietrza CFM: 55.55

Max przepływ powietrza m3/h : 95

Napięcie zasilania: 12 V

Pobierana moc: 2,64 W

Rodzaj łożyska: ślizgowe

Rodzaj radiatora: aluminiowo – miedziany

Wymiary wentylatora (S x G x W): 92 x 92 x 25 mm

Wymiary całkowite: 100 x 102.5 x 143 mm

Płyta główna (tzw. wersja BOX):

Standard płyty: ATX 30.5cm x 24.4cm.

Liczba gniazd procesorów: 1 szt.

Ilość gniazd pamięci DDR3 : 8 szt.

Obsługiwane typy pamięci: DDR3 2800(O.C.)/2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066MHz.

Obsługa czterokanałowej pamięci RAM non-ECC, niebuforowana.

Min. pojemność pamięci RAM: 64 GB.

Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)

Złącza rozszerzeń:

Złącze AGP: brak.

3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dwa x16 lub x16/x8/x8)

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (tryb x4) 

2 x PCIe x1

Zintegrowany układ audio: 8-kanałowe Kodek High Definition Audio 

- Obsługa : wykrywanie wtyczki, wiele strumieni, zmianę przeznaczenia gniazda na panelu przednim

Opcje audio :

- Dźwięk bezstratny jakości BD dzięki Absolute Pitch 192 kHz/ 24 bity

- DTS Ultra PC II

- DTS Connect

- Wyjście optyczne S/PDIF na panelu tylnym

Zintegrowana karta sieciowa LAN : 2 x Gigabit LAN

Zintegrowana karta sieciowa WiFi: 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Obsługa dwóch pasm 2.4/5 GHz

Złącza SATA: 

2 x port SATA 6Gb/s, czarny

4 x port SATA 3Gb/s, czarny

Obsługa Raid 0, 1, 5, 10 

4 x port SATA 6Gb/s, dark brown 

2 x port Power eSATA 6Gb/s, zielony

Wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia: 

1 złącza USB 3.0 – obsługują dodatkowe 2 portów USB 3.0 (19-stykowe)

4 złącza USB 2.0 – obsługują dodatkowe 8 portów USB 2.0

1 x złącze TPM 

8 x złącze SATA 6Gb/s

4 x złącze SATA 3Gb/s

1 x złącze wentylatora CPU (1 x 4 -stykowe)

4 x złącze wentylatora obudowy (4 x 4 -stykowe)

1 x Złącze wentylatora procesora (1 x 4 -stykowe)

1 x złącze wyjścia S/PDIF 

1 x 24-pinowe złącze zasilania EATX 

1 x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V 

1 x złącze audio przedniego panelu (AAFP)

1 złącze panelu systemu (Q-Connector)

1 x złącze czujnika otwarcia obudowy (Czujnik otwarcia obudowy)

1 x przycisk(i) DirectKey

1 x złącze DRCT

1 przełącznik TPU 

1 przełącznik EPU 

1 x Clear CMOS button(s)

Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu: 

2 x Power eSATA 6Gb/s

2 x port LAN (RJ45) 

6 x Port USB 3.0 (niebieski)

4 x Port USB 2.0 (jeden port można przełączyć na tryb USB BIOS Flashback)

1 x wyjście optyczne S/PDIF 

5 x Audio Jack

1 x Przycisk USB BIOS Flashback

1 x  (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth v4.0/3.0+HS)

Pamięć RAM:

Standard: DDR III.

Typ pamięci: Dual / Quad Channel.

Pojemność pamięci: nie mniej niż 64 GB (w konfiguracji 8x8 GB).

Pamięci parowane: dwa komplety po 4x8 GB.

Częstotliwość pracy: PC3-12800 (1600MHz).

Przepustowość: 12800 MB/s.

Opóźnienie CAS Latency (CL): 11

Timingi: 11-11-11-30

Napięcie robocze: 1,5 V.

Zestaw chłodzący (radiator) zamontowany przez producenta na każdej z kości pamięci.

Dysk twardy (HDD):

Format szerokości: 3,5 cala

Typ: magnetyczny

Pojemność: nie mniej niż  2000 GB.

Interfejs: SATA III (serial ATA/600) 600MB/s.

Prędkość obrotowa: min. 7200 obr./min.

Pamięć cache: nie mniej niż 64 MB.

Średni czas dostępu: 4 ms

Maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

Odporność na wstrząsy: praca 65G / spoczynek 300G.

Karta graficzna:

Typ złącza 
    
PCI-Express x16

Wielkość pamięci 
   
1024 MB

Typ zastosowanej pamięci video
    
DDR3

Taktowanie rdzenia 
    
589 MHz

Taktowanie pamięci 
    
1200 MHz ( 600 MHz DDR3 )

Szyna danych pamięci    
64 bit

Rodzaje wyjść/wejść 
    
wyjście HDMI    

wyjście DVI    

wyjście D-Sub

Kompatybilność z techn. współbieżności 
    
SLI

Wsparcie dla HDCP 
    
tak

Wsparcie dla CUDA 
    
tak

Typ chłodzenia 
    
Radiator (Silent)

Rozdzielczość:
Maks. rozdzielczość : 2048x1536

Maks. rozdzielczość DVI : 2560x1600

Obsługiwane standardy 
    
OpenGL 2.1   

HDCP     

DirectX 10.1

Obudowa:

Typ obudowy: Super Mid Tower.

Obsługiwane rozmiary płyt głównych: ATX, micro-ATX, mini-ITX.

Ilość kieszeni: 5.25” (3 szt.), 3.5” (6 szt. wewnętrznych dla dysków HDD), 2.5” (2 szt. wewnętrznych dla dysków SSD).

Złącza zewnętrzne na przednim panelu: 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, Wyjście/Wejście Audio (w standardach HDA oraz AC'97). 

Drzwiczki uchylane.

Tylna ścianka z minimum sześcioma zewnętrznymi wyprowadzeniami dla wewnętrznych kart rozszerzeń oraz dwoma otworami (zabezpieczonymi gumowymi zaślepkami) na ewentualne wyprowadzenia kabli z wnętrza obudowy.

Zdejmowane obydwie ścianki boczne obudowy wyposażone w wewnętrzne maty wygłuszające.

Wyjmowane kieszenie wewnętrzne na dyski twarde (HDD oraz SSD). Kieszenie powinny mieć zamontowane przez producenta podkładki wygłuszające na dyski.

Ilość wentylatorów chłodzących w zestawie: 1x120 mm (w tylnej górnej części obudowy), 2x120 mm (w ściance górnej obudowy – część tylna), możliwość montażu dwóch opcjonalnych wentylatorów o rozmiarze 120mm w celu schładzania kieszeni wewnętrznych na dyski twarde. Zamontowane przez producenta wentylatory 120 mm powinny mieć możliwość regulacji ich obrotów za pomocą regulatorów na tylnej ściance obudowy.

Dołączone przez producenta filtry przeciwkurczowe (minimum 2 szt. nadające się do prania) zamontowane w miejscach otworów wentylacyjnych na przedniej ściance obudowy. Dostęp do filtrów powinien być umożliwiony z przodu obudowy po otwarciu drzwiczek na przedniej ściance obudowy i dodatkowych uchylnych indywidualnych elementów plastikowych zabezpieczających filtry. 

Możliwość organizacji wewnętrznego okablowania komputera za pionową podstawą płyty głównej przy pomocy wyprofilowanych otworów oraz dołączonych zapinek.

Minimalne wymiary zewnętrzne (w celu optymalnego obiegu powietrza): 526 mm (wysokość) x 231 mm (szerokość) x 562 mm (głębokość).

Zasilacz:

Moc minimalna: 730 W, ATX12V 2.31 / EPS12V 2.92

Pobór mocy w trybie czuwania Stand-by < 0,3 Watt; 

Wentylatory: 1 x o średnicy minimum 120mm na łożysku ślizgowym (zamontowany na jednej z największych ścianek zasilacza – górnej lub dolnej), maksymalna głośność: 25 dB; 

PFC (współczynnik korekcji mocy aktywny).

Zabezpieczenia: zabezpieczenie termiczne, przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy, dodatkowa stabilizacja napięcia.

Minimalna ilość złącz wraz z minimalną długością kabli: ATX 24pin, ATX 20pin, 5x SATA-5-Pin (HDD, napęd optyczny):, 4x IDE-4-pin Molex (HDD, napęd optyczny):, 2x 6/8-pin PEG PCIe-6+2-Pin GPU, 2x PCIe-6-Pin PEG GPU, 1x FDD-4-Pin Floppy, 1x EPS 12V, 1x 4/8 EPS 12V (odpinane kable)

Długość kabla płyty głównej /Mainboard (cm): 45 # maksymalna długość kabli (cm): 90 

MTFB: 100000 godz.

Wymiary (S x W x G): 150 mm x 86 mm x 160 mm

Listwa zasilająca:

Minimalna liczba gniazd: 5

Minimalna długość przewodu zasilającego: 3m

Wyłącznik: tak

Gwarancja: Jeśli nie zaznaczono inaczej min. 24 miesiące z naprawą maksymalnie do 14 dni roboczych

Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.

B. PARAMETRY DLA 1 JEDNOSTKI

Procesor (tzw. wersja BOX):

Procesor wykonany w technologii 64-bit przeznaczony dla komputerów typu desktop.

Liczba rdzeni: 8.

Maksymalna ilość jednocześnie obsługiwanych wątków: 16.

Bazowa częstotliwość taktowania: 3 GHz.

Maksymalna częstotliwość taktowania (TURBO): 3.5 GHz.

Odblokowany mnożnik procesora.

Pojemność pamięci cache [L3]: 20 MB.

Proces technologiczny: 0.022

Chłodzenie Procesora: 

Zastosowanie: Socket FM1, Socket AM3+, Socket AM3, Socket AM2+, Socket AM2, Socket 940, Socket 939, Socket 754, Socket 2011, Socket 1366, Socket 1156, Socket 1155

Max. prędkość obrotowa:  2500 obr./min..

Max. głośność: 22.5 dB

Max przepływ powietrza CFM: 55.55

Max przepływ powietrza m3/h : 95

Napięcie zasilania: 12 V

Pobierana moc: 2,64 W

Rodzaj łożyska: ślizgowe

Rodzaj radiatora: aluminiowo – miedziany

Wymiary wentylatora (S x G x W): 92 x 92 x 25 mm

Wymiary całkowite: 100 x 102.5 x 143 mm

Płyta główna (tzw. wersja BOX):

Standard płyty: ATX

Gniazdo procesora: Socket 2011-v3 lub nowsze

Maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1

Rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

Typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

Ilość gniazd pamięci: 8 szt.

Maks. pojemność pamięci: 131072 MB

Zintegrowana karta sieciowa: tak 

Zintegrowana karta dźwiękowa: tak 

Pamięć RAM:

Rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

Standard: DDR4-2133 (PC4-17000)

Pojemność pojedynczego modułu: 16 GB

Ilość modułów : 8

Całkowita pojemność pamięci: 128 GB (8x16 GB)

Częstotliwość pracy : 2133 MHz

Dysk twardy (HDD):

Format szerokości: 3,5 cala

Typ: magnetyczny

Pojemność: nie mniej niż  8000 GB.

Interfejs: SATA III (serial ATA/600) 600MB/s.

Pamięć cache: nie mniej niż 64 MB.

Maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

Odporność na wstrząsy: praca 65G / spoczynek 250G.

Karta graficzna:

Typ złącza: PCI-Express x4

Wielkość pamięci: 2048 MB

Typ zastosowanej pamięci: GDDR3

Taktowanie rdzenia: 902 MHz

Taktowanie pamięci: 1800 MHz

Szyna danych pamięci: 64 bit

Wsparcie dla CUDA: tak


Obudowa:

Typ obudowy: Super Mid Tower.

Obsługiwane rozmiary płyt głównych: ATX, micro-ATX, mini-ITX.

Ilość kieszeni: 5.25” (3 szt.), 3.5” (6 szt. wewnętrznych dla dysków HDD), 2.5” (2 szt. wewnętrznych dla dysków SSD).

Złącza zewnętrzne na przednim panelu: 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, Wyjście/Wejście Audio (w standardach HDA oraz AC'97). 

Drzwiczki uchylane.

Tylna ścianka z minimum sześcioma zewnętrznymi wyprowadzeniami dla wewnętrznych kart rozszerzeń oraz dwoma otworami (zabezpieczonymi gumowymi zaślepkami) na ewentualne wyprowadzenia kabli z wnętrza obudowy.

Zdejmowane obydwie ścianki boczne obudowy wyposażone w wewnętrzne maty wygłuszające.

Wyjmowane kieszenie wewnętrzne na dyski twarde (HDD oraz SSD). Kieszenie powinny mieć zamontowane przez producenta podkładki wygłuszające na dyski.

Ilość wentylatorów chłodzących w zestawie: 1x120 mm (w tylnej górnej części obudowy), 2x120 mm (w ściance górnej obudowy – część tylna), możliwość montażu dwóch opcjonalnych wentylatorów o rozmiarze 120mm w celu schładzania kieszeni wewnętrznych na dyski twarde. Zamontowane przez producenta wentylatory 120 mm powinny mieć możliwość regulacji ich obrotów za pomocą regulatorów na tylnej ściance obudowy.

Dołączone przez producenta filtry przeciwkurczowe (minimum 2 szt. nadające się do prania) zamontowane w miejscach otworów wentylacyjnych na przedniej ściance obudowy. Dostęp do filtrów powinien być umożliwiony z przodu obudowy po otwarciu drzwiczek na przedniej ściance obudowy i dodatkowych uchylnych indywidualnych elementów plastikowych zabezpieczających filtry. 

Możliwość organizacji wewnętrznego okablowania komputera za pionową podstawą płyty głównej przy pomocy wyprofilowanych otworów oraz dołączonych zapinek.

Minimalne wymiary zewnętrzne (w celu optymalnego obiegu powietrza): 526 mm (wysokość) x 231 mm (szerokość) x 562 mm (głębokość).

Zasilacz:

Moc: 1000 W

Standard: ATX

Filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy

Ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

natężenie przy napięciu +3.3V: 24 A

natężenie przy napięciu +5V: 30 A

Listwa zasilająca:

Minimalna liczba gniazd: 5

Minimalna długość przewodu zasilającego: 3m

Wyłącznik: tak

Gwarancja: min. 24 miesiące z naprawą maksymalnie do 14 dni roboczych
Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.

Zadanie 2. 

Rozbudowa serwera obliczeniowego nr PCZ/S/006090 (PCz-IF-491-565) dla Instytutu Fizyki.   
Jeżeli Zamawiający w specyfikacji rozbudowy klastra obliczeniowego wskazał, poprzez uszczegółowienie opisu, na konkretne modele lub producentów, to jest to uzasadnione koniecznością zachowania kompatybilności z istniejącym już sprzętem i oprogramowaniem do obliczeń równoległych. 
Załącznik 1. Specyfikacja  

1. PŁYTA GŁÓWNA




Klasa produktu: Płyta główna - desktop ; Liczba gniazd procesorów: 1; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s, 6,4 GT/s, 7,2 GT/s, 8 GT/s, 9,6 GT/s; Rodzaj pamięci: DDR4; Typ pamięci: Non-ECC, Unbuffered; Liczba gniazd DDR4: 8; Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz; Wielkość pamięci: min. 65536 MB; Obsługa technologii Hyper-Threading: Tak;  Zintegrowany układ VGA na płycie głównej: Nie; Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach:Nie; Wbudowany układ dźwiękowy tak; Układ LAN: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 2 x 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie; Bluetooth: Nie; Złącza PCI-E 16x: 3; Złącza PCI-E 4x: 1; Złącza PCI-E 1x: 1; Złącza USB 2.0: 8; Złącza USB 3.0: 8; Złącza USB 3.1: 2; Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1: 4 x USB 2.0 (tylny panel), 4 x USB 2.0 (opcja), 4 x USB 3.0 (tylny panel), 4 x USB 3.0 (opcja), 2 x USB 3.1 typ A (tylny panel); Złącza FireWire (IEEE 1394): 0 szt.; Złącza PS/2: 0; Układ RAID: 8xSATA; Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 8 szt.; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 600 MB/s; Cechy dodatkowe: Prędkości PCI zależą od procesora, 1 x gniazdo M.2 typ 2242/2260/2280, 1 x SATA express; Format: ATX; Typ złącza zasilania ATX: 24-pin; Typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V, P4 (4-pin); 

2.PROCESOR 




Klasa produktu: Procesor Częstotliwość taktowania procesora: 3,5 GHz; Maks. częstotliwość procesora: 3,7 GHz; Liczba rdzeni procesora: 6; Częstotliwość szyny FSB: 2133 MHz; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s; Pojemność pamięci cache [L3]: 15 MB; Obsługa technologii Hyper-Threading: Tak; Zintegrowany układ graficzny: Nie; Litografia: 22 nm; Maksymalne TDP: 140 Wat; Wersja procesora: Pudełko; Dołączony wentylator:Nie;
3. ZASILACZ




Klasa produktu: Zasilacze do obudów ; Rodzaj zasilacza: Modularny (z odłączanymi kablami); Moc zasilacza (zasilaczy): 730 Wat; Format: ATX; Standard zasilacza (ATX): 2,31; Typ PFC (Power Factor Correction): aktywny; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 100000 h; Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 4 szt.; Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD): 5 szt.; Ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 1 szt.; Ilość wtyczek zasilających 6-pin (PCI-E): 2 szt.; Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E): 2 szt.; Ilość wtyczek zasilających 8-pin (PCI-E): 0 szt.; Ilość wtyczek zasilających 3-pin (FAN): 0 szt.; Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FAN): 0 szt.; Typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V, P4 (4-pin); Ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4): 2 szt.; Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V): 1 szt.; Ilość wtyczek zasilających +12V 8-pin (EPS12V): 1 szt.; Typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; Ilość wentylatorów: 1 szt.; Klasa rozmiaru wentylatora: 120 mm; Regulacja prędkości obrotów wentylatora: Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); Zabezpieczenia: OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe),OTP (zabezpieczenie termiczne), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe); Szerokość: 150 mm; Głębokość: 160 mm; Wysokość: 86 mm; Masa netto: 2,6 kg; Kolor: Czarny; Dodatkowe informacje: Dwie oddzielne linie 12V., Odpowiedni do konfiguracji multi-GPU typu SLI- oraz Crossfire., Zużycie energii w trybie czuwania <0,5W., Napięcie/ Częstotliwość: 100-240Vac/ 50-60Hz. , Poziom hałasu przy obciążeniu 0-100%: 15-29 dB(A)., Kable w oplotach o długości do 115 cm. ,  Liczba kabli: 7, Maksymalna długość kabli: 90 cm., Długość kabla ATX: 45 cm 

4. PAMIĘĆ RAM




Rodzaj pamięci: DDR4; Pojemność pamięci: min. 65536 MB; Częstotliwość szyny pamięci: 2400 MHz; Typ pamięci: Unbuffered; Liczba pamięci w zestawie: 8; Opóźnienie CAS Latency (CL): CL14; Radiator:Tak; Dodatkowe informacje: Napięcie: 1.2V, Obsługuje: XMP 2.0;

5. COOLER 

Klasa produktu: Chłodzenie procesora ; Rodzaj radiatora: aluminiowo-miedziany; Szerokość radiatora: 100 mm; Głębokość radiatora: 102,5 mm; Wysokość radiatora: 143 mm; Rodzaj łożyskowania wentylatora: FDB; Prędkość obrotowa wentylatora: 300-2500 obr./min; Głośność wentylatora: 7,2-31,07 dB; Regulacja prędkości obrotów wentylatora: Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); Żywotność: 300000 godz.; Przepływ powietrza: 6,7-55,55 CFM; Typ złącza zasilania: 4-pin; Szerokość wentylatora: 92 mm; Głębokość wentylatora: 92 mm; Wysokość wentylatora: 25 mm; Masa netto: 300 g; Cechy dodatkowe:Pochylona budowa zapewniająca wydajne chłodzenie., 6 miedzianych heatpipe,  

6.KARTA GRAFICZNA




Klasa produktu: Karta graficzna ; lość pamięci RAM 4 GB, Rodzaj pamięci RAM GDDR5, szyna danych [bit]: 256, Typ złącza PCI-Express x16, długość karty [cm] 31.2, taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz] 1329, Taktowanie pamięci [MHz] 7000, łączenie kart 4-Way SLI, rozdzielczość 4096x2160, chłodzenie 3x wentylator + radiator, Obsługiwane standardy DirectX 12, OpenGL 4.4,  ZŁĄCZA: D-Sub Przez adapter, DVI: DVI-D Dual Link DVI-I Dual Link, HDMI Tak, jednostki przetwarzania: Liczba rdzeni CUDA: 1664 (wymagane do obliczeń numerycznych kwantowo-mechanicznych)

7. DYSK TWARDY 

2 SZTUKI




Klasa produktu: Dysk twardy - wewnętrzny ; Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny); Format szerokości: 3,5 cali; Pojemność dysku: 2 TB; Interfejs: Serial ATA 600; Szybkość interfejsu dysku: 600 MB/s; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Pojemność pamięci podręcznej: 64 MB; Średni czas wyszukiwania przy odczycie: 8,5 ms; Średni czas wyszukiwania przy zapisie: 9,5 ms; Liczba talerzy: 3; Liczba głowic danych: 6; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; Dodatkowe funkcje: NCQ - Native Command Queuing; 

8. DVD ROM




Klasa produktu: Napęd DVD, S; Interfejs SATA,  szybkości: DVD+/-R24x,DVD+RW8x,DVD+R DL 8x

9. OBUDOWA
+ Dodatkowy cooler  140 mm  na bok



Klasa produktu: Obudowa; Rodzaj ATX,  Kolor ciemny stonowany, Położenie zasilacza – dół obudowy,  Złącza z przodu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, wejście audio HD, 1 x wejście mikrofonowe ,.Typ MIDI TOWER,  miejsca na trzy wentylatory chłodzące: z przodu (120mm), z tyłu (120mm) oraz z boku (120mm lub 140mm). Dodatkowo, na panelu frontowym  miejsce do zamontowania dwóch dysków optycznych 5.25" i jednego 3.5" dysku FDD., zatoki na cztery dyski o rozmiarze 3.5" oraz dwa 2.5" napędy pamięci masowej typu SSD. 

11. Możliwość podłączenia dwóch monitorów ze złączami VGA (odpowiednie przelotki) 

12. Wielkogabarytowe obudowy specjalistyczne na PC :

Drzwi przednie przeszklone z zamkiem, Drzwi tylne stalowe uchylne, boczne stalowe demontowane na zatrzaskach, z

możliwością montażu zamka. W wyposażeniu muszą znajdować się:   

  - cztery wentylatory w panelu podsufitowym

  - trzy półki montowane czteropunktowo do pionowych szyn rackowych

  - listwa zasilająca

  - dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze

Wymiary szafy: 600mm x 800mm x 2000mm (szerokość/głębokość/wysokość)

Możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości 42U

Masa: 115kg

Gwarancja na wszystkie elementy : 2 lata
Zadanie 3.

Laptop dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Specyfikacja techniczna laptopa

	przekątna ekranu LCD: 
	15.6 cali

	nominalna rozdzielczość LCD: 
	1920 x 1080 pikseli (FullHD)

	typ ekranu: 
	Matowy, LED

	procesor:                                  
	Passmark CPU Mark:  min. 8050 pkt

	ilość rdzeni:                                          
	4 szt.

	wielkość pamięci RAM:                        
	32 GB

	typ zastosowanej pamięci RAM: 
	SO-DIMM DDR4 (2133 MHz)

	rodzaj dysku twardego:                        
	SSD SATA III (flash)

Prędkość zapisu 520 MB/s

Prędkość odczytu 540 MB/s

	pojemność dysku twardego 
	480 GB

	dodatkowy dysk twardy do przechowywania danych:         
	SSD M.2

	pojemność dodatkowego dysku twardego do przechowywania danych
	1 TB

	wbudowany napęd optyczny:                                
	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

	dedykowana grafika: 
	tak

	karta graficzna: 
	Passmark G3D Mark: min. 1750 pkt

	 pamięć karty graficznej: 
	 4096 MB  

	wyjścia karty graficznej:
	HDMI

	karta dźwiękowa: 
	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

	czytnik kart pamięci: 
	SD, SDHC, microSD z adapterem

	komunikacja: 
	LAN 1 Gbps, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth, WiDi

	interfejsy:
	1 x USB 3.1 Typ C, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x wyjście słuchawkowe, 1 x czytnik kart pamięci, 1 x wejście mikrofonowe, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x HDMI, 1 x DC-in (wejście zasilania)

	bateria
	4-komorowa, Li-Ion

	dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: 
	Podstawka chłodząca, elementy montażowe do montażu dodatkowego dysku do przechowywania danych, bezprzewodowa myszka laserowa

	materiał obudowy: 
	tworzywo sztuczne

	Kolor:
	Ciemny, Stonowany 

	W komplecie bateria (podstawowa), zasilacz, torba

gwarancja 24 miesiące


Zadanie 4. 

Komputer z monitorem dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Specyfikacja techniczna komputera

Klasa produktu: Procesor ; Częstotliwość taktowania procesora: 3,2 GHz; Maks. częstotliwość procesora: 3,4 GHz; Liczba rdzeni procesora: 4; Częstotliwość szyny FSB: 1600 MHz; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s; Pojemność pamięci cache [L3]: 6 MB; Obsługa technologii Hyper-Threading: Nie; Zintegrowany układ graficzny: Tak; Maksymalne TDP: 84 Wat; Wersja procesora: Pudełko; Dołączony wentylator: Tak; Procesor – wynik w PASSMARK (http://www.cpubenchmark.net) nie mniejszy niż 6500 pkt.

Klasa produktu: Płyta główna - desktop ; Obsługa technologii Hyper-Threading: Tak; Liczba gniazd procesorów: 1; szyny FSB: 1600 MHz, 1333 MHz; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s; Rodzaj pamięci: DDR3; Typ pamięci: Non-ECC, Unbuffered; Liczba gniazd DDR III: 4; Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz, 1333 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 32 GB; Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach: Tak; Złącza wideo na tylnym panelu: 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI; Wbudowany układ dźwiękowy:Tak; Układ LAN: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s; Złącza PCI: 2; Złącza PCI-E 16x: 2; Złącza USB 2.0: 8; Złącza USB 3.0: 4; Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1: 4 x USB 2.0 (tylny panel), 4 x USB 2.0 (wewnętrzne), 2 x USB 3.0 (tylny panel), 2 x USB 3.0 (wewnętrzny); Złącza PS/2: 1; Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 4 szt., 2 szt.; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 600 MB/s, 300 MB/s; Cechy dodatkowe:  2 x 32 Mbit flash, UEFI AMI BIOS, Plug and Play, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, Obsługa Q-Flash, Obsługa Xpress Install, Obsługa Smart Switch, EZ Setup, EasyTune, USB Blocker,Obsługa DualBIOS,  Format: micro ATX; Typ złącza zasilania ATX:24-pin; Typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V;

Klasa produktu: Pamięć; Rodzaj pamięci: DDR3; Pojemność pamięci: 8192 MB; Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz; Typ pamięci: Non

Klasa produktu: Dysk twardy - wewnętrzny ; Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny); Format szerokości: 3,500 cali; Pojemność dysku: 1 TB; Interfejs: Serial ATA 600; Szybkość interfejsu dysku: 600 MB/s; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Pojemność pamięci podręcznej: 32 MB; Liczba talerzy: 1; Liczba głowic danych: 2; Odporność na wstrząsy: praca 70G / spoczynek 350G; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; Głośność w czasie pracy: 2,6 B; Głośność w czasie spoczynku: 2,5 B; Dodatkowe informacje: S.M.A.R.T. Support;

Klasa produktu: Dysk twardy - wewnętrzny ; Rodzaj dysku: SSD |Solid State Disc| (pamięć FLASH); Format szerokości: 2,500 cali; Pojemność dysku: 120 GB; Pojemność pamięci FLASH: 120 GB; Interfejs: Serial ATA 600; Szybkość interfejsu dysku: 600 MB/s; Pojemność pamięci podręcznej: 32 MB; Szybkość odczytu: 545 MB/s; Szybkość zapisu: 430 MB/s; Dodatkowe funkcje: Obsługa TRIM, Pełna ochrona danych

Klasa produktu: Wewnętrzny napęd optyczny (desktop) ; Funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis; Technologia optyczna (zapis):CD/DVD; Technologia optyczna (odczyt): CD/DVD; Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 8,5 GB; Czas dostępu (CD): 125 ms; Czas dostępu (DVD): 145 ms; Pojemność bufora: 0,75 MB; Interfejs: Serial ATA; Odczytywane formaty dysków (CD): CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-DA, Video CD, CD-ROM/XA, CD-I FMV, CD-Extra, CD-TEXT, CD Plus, CD-Bridge,Photo CD; Odczytywane formaty dysków (DVD): DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-Video; Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW: 24 x; Klasa szybkości odczytu DVD-ROM: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R: 24 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: 24 x; Kolor przedniego panela (dołączonego): zgodny z obudową; Typ napędu (retail/bulk): bulk; Dodatkowe informacje: Obsługa M-DISC;

Klasa produktu: Obudowa PC ; Typ obudowy: Midi Tower; Rodzaj obudowy (typ płyty głównej): ATX; Obsługiwany standard zasilacza:ATX; Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 1; Ilość kieszeni 5,25 (Zew.): 4; Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 4; Zainstalowany zasilacz(e): Tak; Maksymalna liczba zasilaczy: 1; Moc zasilacza (zasilaczy): 500 Wat; Ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 2 szt.; Typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; Typ wtyczki zasilającej +12V: P4 (4-pin); Złącza I/O: 2x USB 2.0; Maksymalna liczba wentylatorów: 3; Szerokość: 18 cm; Długość: 42 cm; Wysokość: 42 cm; Boczny kanał wentylacyjny: Tak; Kolor: ciemny stonowany; Cechy dodatkowe: Rozmiar wentylatora zasilacza: 120mm, Sposób zamknięcia obudowy: śruby standardowe,Wyjście Audio na froncie: tak, Wyjście USB na przodzie obudowy;

Klasa produktu: Karta graficzna Typ chłodzenia: aktywny; Szyna pamięci:128-bit; Rodzaj pamięci: DDR3; Zainstalowana pamięć wideo: 2048 MB; Częstotliwość RAMDAC: 400 MHz; Taktowanie rdzenia: 720 MHz; Taktowanie pamięci (rzeczywiste): 800 MHz; Taktowanie pamięci (efektywne): 1600 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1600 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 8x; Złącze D-Sub: 1 szt.; Złącze DVI: 1 szt.; Złącze HDMI: 1 szt.; Obsługiwane standardy:DirectX 11.2, OpenGl 4.2;

Klasa produktu: Monitor LCD , Format ekranu monitora: panoramiczny; Przekątna ekranu: 23 cali ; Wielkość plamki:0,265 mm; Typ panela LCD: TFT IPS; Technologia podświetlenia: LED; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz; Widoczny obszar ekranu: 510 x 287 mm; Częstotliwość odchylania poziomego: 30-83 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 50-76 Hz; Czas reakcji matrycy: 6 ms; Jasność: 250 cd/m2; Kontrast: 1000:1, 50000000:1; Kąt widzenia poziomy: 178 stopni; Kąt widzenia pionowy: 178 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; Certyfikaty: TCO-06, FCC, ENERGY STAR 6.0; Regulacja cyfrowa (OSD): Tak; Głośniki: Tak; Złącza wejściowe: 15-stykowe D-Sub, 2 x HDMI,DisplayPort; Pozostałe złącza: 1 x wejście audio (stereo mini-jack), 1 x wyjście audio (stereo mini-jack); Wbudowany zasilacz: Tak; Pobór mocy (praca/spoczynek): 25/0,5 Wat; Możliwość pochylenia panela (tilt):Tak; Montaż na ścianie (VESA): 75 x 75 mm; Możliwość zabezpieczenia (Kensington): Tak; Kolor obudowy: ciemny stonowany; Dodatkowe informacje: Kontrast: 50000000:1 (dynamiczny), Kontrast: 1000:1 (typowy), Czas reakcji matrycy: 6ms (grey-to-grey), Obsługa MHL;

Dodatkowo: 2 x Pendrive – 32GB, Klawiatura – usb, Mysz – usb

Gwarancja 24 miesiące

Zadanie 5. 

Laptop dla Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali.

Specyfikacja techniczna laptopa

przekątna ekranu LCD: 
15.6 cali

nominalna rozdzielczość LCD: 
1920 x 1080 pikseli

powłoka ekranu: 
antyrefleksyjna

procesor:                                  
Passmark CPU Mark:  min. 5730 pkt

ilość rdzeni:                                          
4 szt.

wielkość pamięci RAM:                        
8 GB

typ zastosowanej pamięci RAM: 
DDR4 (2133 MHz)

rodzaj dysku twardego:                        
SSD (flash), magnetyczny (tradycyjny)

pojemność dysku magnetycznego:         
1000 GB (5400 RPM)

pojemność dysku SSD:                     
128 GB 

napęd optyczny:                                
DVD-RW na USB 

dedykowana grafika: 
tak

karta graficzna: 
Passmark G3D Mark: min. 1720 pkt

 pamięć karty graficznej: 
 4096 MB  

wyjścia karty graficznej:
1 x wyjście HDMI

typ akumulatora:                                      
4-komorowy

karta dźwiękowa: 
stereo

łączna moc wbudowanych głośników:      
4 W (2 x 2W)

czytnik kart pamięci: M
MC, SD, SDHC, SDXC

komunikacja: 
LAN 1 Gbps, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth

interfejsy:
2 x USB 3.0,  1 x USB, 

dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: 
 kamera HD, wbudowany mikrofon

materiał obudowy: 
tworzywo sztuczne, aluminium

Kolor:
Ciemny, Stonowany 

Waga
2,6 kg

W komplecie ładowarka, torba

gwarancja 24 miesiące

Zadanie 6. 

Laptop dla Wydziału Zarządzania.

Komputer przenośny   - Specyfikacja techniczna:

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Przekątna ekranu
	14.0”

	Typ matrycy
	Matowa

	Rozdzielczość
	min. 1366 x 768

	Procesor
	min. 4-rdzeniowy, taktowany zegarem min 2,40GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 1900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	Ilość pamięci RAM
	min. 4GB 

	Taktowanie pamięci RAM
	min. 1600MHz

	Pojemność dysku
	min.500GB

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD

	Łączność
	Bluetooth

LAN 10/100/1000 Mbps

Wi-Fi 802.11 b/g/n

	
Rodzaje wejść / wyjść


	Min 4 porty USB w tym min 2 USB 3.0

D-Sub / VGA

HDMI

Słuchawkowe/mikrofonowe (Combo)

	Wyposażenie 
	Kamera internetowa 

Czytnik kart pamięci

Wbudowany mikrofon 

Wbudowane głośniki stereo 

	Pojemność baterii
	Min 6-cio komorowa o pojemności min 55Wh

	System operacyjny 
	Windows 8.1 /10 Professional

	waga
	max 2,5kg

	Dodatkowe oprogramowanie
	Zainstalowane oprogramowanie MS Office 2013 std pl lub nowszy zgodne z wersją systemu operacyjnego



	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

	
	

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące gwarancja producenta


Zadanie 7. 

Laptop 11,6” dla Wydziału Budownictwa.

SPECYFIKACJA

	
	Procesor
	2 rdzenie, od 1.6 GHz do 2.7 GHz, 3 MB cache

	
	
	

	
	Pamięć RAM
	4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

	
	
	

	
	
	

	
	Dysk twardy
	128 GB SSD 

	
	Wbudowane napędy optyczne
	Brak

	
	Typ ekranu
	Błyszczący, LED

	
	Przekątna ekranu
	11,6"

	
	Nominalna rozdzielczość
	1366 x 768 (HD)

	
	
	

	
	
	

	
	Dźwięk
	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio
Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki stereo

	
	Kamera internetowa
	HD

	
	Łączność
	Bluetooth
Wi-Fi 802.11 b/g/n

	
	Rodzaje wyjść / wejść
	Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
Thunderbolt - 1 szt.
USB 3.0 - 2 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Mac OS X Yosemite

	
	Wysokość
	Od 3 do 17 mm

	
	Szerokość
	Max. 300 mm

	
	Głębokość
	Max. 192 mm

	
	Waga
	Max. 1,1 kg (z baterią)

	
	Dodatkowe informacje
	Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Aluminiowa obudowa
Podświetlana klawiatura

	
	Dołączone akcesoria
	Zasilacz

	
	Gwarancja
	12 miesięcy


Zadanie 8. 

Komputer stacjonarny z monitorem dla Wydziału Budownictwa. 

Specyfikacja komputera:

1.
Procesor 4 rdzeniowy, taktowanie 3,2GHz, 6MB cache, zużycie energii max 85W, wbudowana karta graficzna,

2.
Płyta główna z obsługą DDR3-1600, SATA3, HDMI, DVI, D-Sub, ATX

3.
Niezintegrowa karta graficzna 4GB GDDR5 (128 Bit), HDMI, DVI, DP


4.
OBUDOWA MIDI 1xUSB 3.0, 3x USB 2.0, zasilacz 500W ATX


5.
Dysk SSD 2,5' 512GB, SATA 6Gb/s ( Read/Write 560/530MB/s )

6.
Pamięć DDR3 16GB PC1600 2x8GB CL10



7.
Nagrywarka BLU-RAY wewnętrzna

8.
Czytnik kart SD

9.
Microsoft Win 10  Polish 1pk DVD




10.
Microsoft Office w aktualnej wersji PL 



11.
Klawiatura +mysz – bezprzewodowe 







12.
Monitor 27``  panel PLS, HDMI/D-Sub



13.
Zestaw kolumn 2.0  

14.
Program antywirusowy - 3 letnia licencja
Dysk twardy podzielony na dwie partycje.

Gwarancja – 2 lata.
Zadanie 9. 

Drukarki laserowe (2 szt.) dla Wydziału Budownictwa.

Specyfikacja
Druk

Rodzaj




Monochromatyczna

Technologia druku



Przetwarzanie druku w komputerze

Rozdzielczość druku - czerń [dpi]

min 1200 x 1200

Prędkość druku - czerń [str/min] 

min 18

Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s]
max 10

Obciążenie [str/mies]


min 5000

Nośniki

Rodzaje nośników



Papier zwykły

  




Papier fotograficzny

  




Papier welinowy

  




Koperty

  




Etykiety

  




Kartony (karty)

  




Folie

Obsługa papieru 
Podajnik na 150 arkuszy

Odbiornik na 100 arkuszy

Techniczne

Pamięć




min 2 MB (RAM)

Poziom hałasu [dB] 


max 64

Pobór mocy drukowanie [W]

max 360

Pobór mocy wyczekiwanie [W]

max 1.4

Inne




Procesor min 266 MHz

Złącza 

Interfejs




USB 2.0

Wspierane systemy operacyjne


Windows XP

  




Windows XP Professional x64

   




Windows Vista

  




Windows Vista x64

  




Windows 7

 




Windows 7 x64

  




Windows Server 2003

  




Windows Server 2003 x64

 




Windows Server 2008

 




Windows Server 2008 x64

 




Mac OS X 10.4

Fizyczne

Wysokość [cm]



max 20

Szerokość [cm] 



max 35

Głębokość [cm] 



max 24

Waga [kg]




max 6

Zadanie 10. 

Dysk zewnętrzny 2 TB (2 szt.) dla Wydziału Budownictwa.

Gwarancja : 12 miesięcy
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